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CHASSIS EINES GERATES 

Die Erfindung betrifft ein Chassis eines Gerates, beispielsweise eines Computers 
oder eines elektronischen MeSgerates, zur Aufnahme der Komponenten des 
Gerates. Die Komponenten, die typischerweise auf einem derartigen Chassis 
befestigt werden, sind insbesondere bei elektronischen Geraten Leiterplatten, 
Speicherplatten, Ventilatoren, Lautsprecher usw. Das Chassis hat den Zweck, die 

einzelnen Komponenten innerhalb des Gerates mechanisch in einer bestimmten 

&■ - 

Position zu fixieren. 

Ein Chassis nach dem Stand der Technik umfaBt typischerweise einen Rahmen 
mit mehreren Unterteilungen, in denen die Komponenten montiert werden. Der 
Rahmen selbst wird an dem auBeren Gehause des Gerates befestigt. Die Her- 
stellung eines Chassis und Gehauses nach dem Stand der Technik ist ein ver- 
gleichsweise komplizierter und zeitaufwendiger Vorgang. Fur die Herstellung eines 
Metallchassis mussen Metallplatten gestanzt und gebogen werden. Danach 
werden die Oberflachen der Flatten beispielsweise galvanisch behandelt, und 
dann werden die Platten miteinander durch eine geeignete Verbindungstechnik 
verbunden, beispielsweise durch Nieten, Schrauben, Loten Oder Kleben. SchlieB- 
lich werden die Komponenten durch Befestigungselemente mit dem Chassis ver- 
bunden, beispielsweise durch Schrauben Oder Bolzen Oder durch ahdere Verbin- 
dungstechniken. Es ist auch bekannt, Teile aus hartem Kunststoff fur ein Chassis 
zu verwenden, aber hierbei ist die Montage ebenfalls kompliziert und zeitauf- 
wendig, da Befestigungselemente an dem Chassis beispielsweise durch Ul- 
traschallschweiBen, Kleben oder Pressen befestigt werden mussen. Weiterhin 
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mussen elektromagnetische Abschirmvorrichtungen yorgesehen werden, indem 
Kunststoffteile mit dem leitfahigen Material abgedeckt werden und/oder indem 
Metallplatten oder -folien an dem Chassis befestigt werden. Oft sind zusatzliche 
Haltekomponenten wie z.B. Winkelplatten notig, urn eine Komponente an der ge- 
5 wunschten Position in dem Gerat zu halten. Zusammenfassend haben Chassis 

nach dem Stand , der Technik einen mechanisch komplizierten Aufbau und 
benotigen einen zeitaufwendigen Vorgang fur die Herstellung des Chassis und fur 
die Montage der Komponenten auf dem Chassis. Irisbesondere ist bei bekannten 
Chassis die Verwendung von Werkzeugen, wie z.B. Schraubendrehern, 
10 Biegewerkzeugen, Nietwerkzeugen oder Lotwerkzeugen erforderlich, welche die 

Montage teuer machen. 

Gegenuber dem Stand der Technik lost die Erfindung die Aufgabe, ein Chassis 
fur ein Gerat, beispielsweise fur ein elektronisches Gerat, be'reitzustellen, das eine 
15 wesentlich vereinfachte Montage gestattet. 

GemaB der Erfindung umfa3t das Chassis eine Tragereinheit aus Kunststoff mit 
Aussparungen, welche an die auBeren Formgebungen der Komponenten ange- 
paBt sind, wobei die Komponenten in der Tragereinheit in einer im wesentlichen 
20 formschlussigen Weise gehalten werden, ohne daB Befestigungselemente benotigt 

werden und wobei die Komponenten von der Tragereinheit umschlossen werden, 
wenn sie darin eingesetzt werden. 

GemaB einem grundlegenden Prinzip der Erfindung, ist das Chassis, das die 
25 Komponenten des Gerates halt, vollstandig aus Kunststoff hergestellt und mit 

Aussparungen versehen, in welche die Komponenten in einer formschlussigen 
Weise eingesetzt werden. Die Komponenten werden somit durch eine formschlCis- 
sige Verbindung mit dem Kunststoff fixiert, ohne daB irgendwelche Befesti- 
gungselemente wie Schrauben oder Bolzen oder Klemmen oder Schnappver- 
30 bindungen oder andere Verbindungstechniken wie SchweiBen, Loten, Kleben oder 

andere bleibende Verbindungstechniken erforderlich sind. Die Montage des 
Gerates wird einfach durch Einsetzen der einzelnen Komponenten in die ent- 
sprechenden Aussparungen durchgefuhrt. Infolgedessen ist der Montagevorgang 
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im Vergleich zu Geraten nach dem Stand der Technik, bei denen die Komponen- 
ten mittels Befestigungselementen mit dem Chassis verbunden werden mussen, 
wesentlich : vereinfacht. Insbesondere benotigt der Montagevorgang keine 
speziellen Werkzeuge; die Montage kann manuell durchgefuhrt werden, indem 
einfach die einzelnen Komponenten in die entsprechenden Aussparungen einge- 
setzt werden. Weiterhin ist gegenuber dem Stand der Technik die Montagezeit 
erheblich verringert. 

Die vorliegende Erfindung bringt - neben anderen - die folgenden zusatzlichen 
Vorteile: 

- Die Anzahl der Teite, die das Chassis bilden, ist erheblich verringert; das 
Chassis kann nur aus zwei oder sogar nur aus einem Teil bestehen. 

- Die Anforderungen hinsichtlich der Fertigungstoleranzen sind kleiner als bei 
einem Chassis nach dem Stand der Technik,, bei dem zusammenzubauenden 
Teile mit groBer Prazision hergestellt werden mussen, urn ein genaues Zusam- 
menpassen der verschiedenen Teile sicherzustellen. Da jedoch bei der Erfin- 
dung nur ein (oder zwei) Teil(e) benotigt wird (werden), sind die Fertigungs- 
toleranzen nicht von einer derartigen Wichtigkeit. 

- Die Komponenten konnen in das Chassis leicht von einer Richtung her einge- 
setzt werden, bevorzugt von oben (in Richtung der Schwerkraft) und es sind 
keine komplizierten dreidimensionalen Bewegungen zum Anordnen der Kom- 
ponenten an ihren Einbaustellen in dem Chassis notig. Somit kann der Monta- 
gevorgang vollstandig automatisiert werden, beispielsweise unter Verwendung 
eines Montageroboters. 

- Zum Montage des Chassis sind keine Vorschriften notig. da der Montage- 
vorgang selbsterklarend ist, weil die Formgebungen der Aussparungen in dem 
Chassis mit den Konturen der hierin einzusetzenden Komponenten 
ubereinstimmen. 

- Das Gewicht des Chassis ist gegenuber herkommlichen Chassis erheblich 
verringert. GemaB einem Beispiel aus der Praxis kann das Gewicht urn einen 
Faktor von 1 5 bis 20 verringert werden. 

- Das Chassis schafft eine gute akustische Dammung, da es beliebige gerausch- 
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erzeugende Komponenten umgibt. 

- Luftfuhrungskanale konnen in dem Chassis so ausgebildet werden, dafl ein 
konzentrierter Luftstrom auf jegliche warmeerzeugende Komponenten gerichtet 
werden kann, urn so eine wirksame Kuhlung zu schaffen. 

- Die Komponenten in dem Gerat sind gegenuber mechanischen Schlagen Oder 
Vibrationen geschutzt, da das Chassismaterial eine Dampfungsfunktion hat. 

, - Aufgrund der stoSabsorbierenden Funktion des Chassis sind die Anforderungen 
hinsichtlich der stoBgeschiitzten Verpackung des Gerates wahrend des 
Transportes verringert. Infolgedessen kann eine groBe Menge von Verpackungs- 
material wahrend des Transports gespart werden, was zu einem geringerem 
Transportvolumen und einer Verringerung von moglicherweise umweltschadli- 
chen Materialien fuhrt. 

- Die Demontage ist so problemlos und einfach wie die Montage, was vorteilhaft 
fiir einen schnellen und einfachen Austausch von fehlerhaften Komponenten ist. 

- Das Chassis hat keine scharfen Ecken oder Kanten„ was das Verletzungsrisiko 
verringert. 

Obgleich es in Verbindung mit einem elektronischen Gerat (Hewlett-Packard 
Modell HP 811 8A "Pulse Pattern Generator") bekannt ist, den Ventilator zum 
Kuhlen gewisser elektronischer Bauteile innerhalb eines Gehauses aus 
Polyurethan-Schaum zu umgeben, beruht dieser Stand der Technik auf einem 
anderen Konzept als die vorliegende Erfindung: Der Zweck des Polyurethan- 
Gehauses ist es, die von dem Ventilator erzeugten Gerausche zu absorbieren. Die 
verbleibenden Komponenten in diesem bekannten Gerat sind mit dem Metall- 
chassis in bekannter Weise unter Verwendung von Befestigungselementen 
verbunden. Dieser Stand der Technik hat von daher keine Beziehung zum 
Konzept der vorliegenden Erfindung, namlich den Kunststoff als lasttragende 
Struktur fur alle Komponenten des Gerates zu verwenden. 

Aus JP-A-59 074 082 ist es bekannt, einen Behalter zum Transport oder zur 
Lagerung elektronischer Teile aus einem formbaren Kunststoff herzustellen, wobei 
dem Kunststoff zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen der Teile leitfahiges 
Mater i a . 1 zugegeben wurde. Im Unterschied zur vorliegenden Erfindung handefl es 
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sich hierbei lediglich um eine Verpackung von Einzelteilen, die in keiner 
funktionellen Beziehung zueinander stehen, und lediglich zum Zwecke des 
Transportes Oder der Lagerung. Bei der vorliegenden Erfindung handelt es .sich 
hingegen um ein Chassis eines Gerates. in welchem die einzelnen Komponenten, 
die das Gerat bilden und damit in funktioneller Beziehung zueinander stehen (zum 
Beispiel Leiterplatten, Speicherplatte, Ventilator), an ihrem Platz innerhalb des 
Gerates jeweils durch formschlussige Verbindung mit entsprechenden 
Aussparungen in dem Kunststoffmaterial gehalten werden. 

Die vorliegende Erfindung ist nicht auf elektronische Gerate wie Computer oder 
MeBinstrumente beschrankt, sondern kann fur jede Art von Gerat verwendet 
werden, bei dem mehrere Komponenten vorgesehen sind, die an einer festen 
Position zu halten sind, beispielsweise optischen ,Geraten bder analytischen 
Geraten wie Chromatographen." 

Vorteilhafte Ausfuhrungsformen der Erfindung sind Gegenstand der abhangigen 
Anspruche: 

Wenn das Chassis elektronische Komponenten tragt, wird es bevorzugt, das 
Chassis mit elektrisch leitfahigem Material zu versehen, um eine elektrostatische 
Aufladung zu vermeiden. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung wird das Chassis auf eine 
schnelle und kostengunstige Weise durch Formpressen aus einem 
Kunststoffmaterial, welches aufgeschaumt werden kann, hergestellt. Auf diese 
Weise konnen alle Aussparungen zur Aufnahme der Komponenten in einem 
einzigen Fertigungsschritt gebildet werden. Gleichzeitig ist es moglich, 
Liiftungskanale auszubilden. Eine andere Kuhlmoglichkeit kann das Bereitstellen 
eines Rohrensystems in dem Chassis zur Zirkulation eines Kuhlmittels und eines 
Warmetauschers zum Ableiten von Warme von dem Kuhlmittel sein. Das 
Rohrensystem kann einfach in Form von Kanalen ausgebildet werden, die in dem 
Kunststoff des Chassis eingeformt sind. 
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Die Aussparungen zur Aufnahme der Komponenten konnen in unterschiedlichen 
Ebenen, also ubereinander, vorgesehen werden, so daB die Komponenten nicht 
nur nebeneinander, sondern auch ubereinander angeordnet werden konnen. Dies 
erlaubt eine raumsparende Anordnung der Komponenten. 

Ein vorteilhafter Kunststoff ist expandiertes Polypropylen. Es ist ein leichtes 
Material, kann leicht in unterschiedlichen Formen formgepreBt werden, ist 
stoBabsorbierend und hat dennoch Formstabilitat. Weiterhin ist Polypropylen 
temperaturstabil und chemisch resistent. Femer kann es vollstandig wieder- 
verwertet werden und ist somit vom Gesichtspunkt des Umweltschutzes her 
vorteilhaft. Ein weiterer Beitrag zum Umweltschutz ist, daB das Chassis gemaB der 
Erfindung keine Zusatzmaterialien benotigt, beispielsweise beschichtete Metalle 
Oder beschichtete Kunststoffe, so daB eine problemlose Wiederverwertung mog- 
lich ist. Polypropylen ist nicht das einzig mogliche Chassis-Material. Andere 
Materialien wie Polyurethan und Polyethylen konnen auch verwendet werden. 

Nachfolgend wird eine Ausfiihrungsform der Erfindung unter Bezug auf die 
Zeichnungen im Detail beschrieben. 

Figur 1 zeigt eine teilweise auseinandergezogene Darstellung eines Gerates 

mit einem Chassis gemaB der Erfindung. 

Figur 2 ist eine detailliertere Darstellung des Chassis gemaB Figur 1 und 

den hierin gehaltenen Komponenten, wobei das obere Teil vom 
unteren Teil entfernt ist. 

Figur 3 zeigt das untere Teil des Chassis gemaB Figur 1 , wobei die Kom- 

ponenten entfernt worden sind. 

Figur 1 zeigt in einer teilweise auseinandergezogenen Darstellung ein Beispiel 
einer Vorrichtung mit einem Chassis gemaB der vorliegenden Erfindung. Das 
dargestellte Gerat ist ein Arbeitsplatzrechner zur Verarbeitung und Speicherung 
von digitalen Daten, der typischerweise - neben anderen Komponenten - eine 
Datenverarbeitungsanordnung, eine Speicherplatte und ein Netzteil aufweist. Die 
Tragereinheit des Chassis umfaBt ein unteres Teil 1 und ein oberes Teil 2, die 
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beide aus Kunststoff gefertigt sind. Das Chassis 1 , 2 ist von einer Metallein- 
fassung 3 umgefben, die an ihrer Vorderseite und an ihrer Ruckseite offen ist, so 
daB das Chassis in die Einfassung durch eine dieser Offnungen eingesetzt 
werden kann. In Figur 1 ist der ruckwartige Bereich der Metalleinfassung 3 
weggelassen worden, urn das Chassis 1, 2 klarer darstellen zu konnen. Eine 
vordere Abschirmplatte 4 bzw. eine hintere Abschirmplatte 5, die typischerweise 
aus Metall gefertigt sind, bedecken die vorderen bzw. hinteren Flachen des 
Chassis. Eine vordere Abdeckplatte 7 bzw. eine hintere Abdeckplatte 8, die typi- 
scherweise aus einem harten Kunststoff gefertigt sind, sind vor den Abschirm- 
platten 4 bzw. 5 angeordnet. Zur Montage der Abschirmplatten und Abdeckplatten 
an dem Gerat werden die Abschirmplatten 4 bzw. 5 zunachst in die Abdeck- 
platten 7 bzw. 8 eingesetzt und danach werden die zusammengefugten Platten 
5,8 bzw. 4,7 an der Einfassung 3 mittels federnder Befestjgungselemente 6 durch 
einen Schnappvorgang befestigt. 

Die vordere Abdeckplatte 7 weist Luftungsschlitze.9 auf, durch die Kuhlluft in das 
Innere des Gerates gezogen werden kann. Die vordere Abschirmplatte 4 weist 
entsprechende Offnungen 10 auf, so daB die Luft durch eine Offnung in dem 
Chassis 1, 2 (dargestellt in den Figuren 2 und 3) in das Chassis gelangen kann. 
Die Luft, die im Inneren des Gerates erwarmt wurde, verlaBt das .Chassis 1, 2 
durch eine Offnung 11 und stromt dann durch Offnungen 12 in der ruckwartigen 
Abschirmplatte 5 und Schlitze 13 in der ruckwartigen . Abdeckplatte 8 zur 
AuBenseite. 

Die ruckwartige Abdeckplatte 8 weist weiterhin verschiedene Offnungen 14, 15, 
usw. auf, in denen Stecker qder Buchsen angeordnet sind, und uber die das 
Gerat mit anderen Geraten, beispielsweise Bildschirmen, Rechnern oder Druckern 
verbunden werden kann. Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, sind entsprechende Off- 
nungen 16, 17 ebenfalls in der ruckwartigen Abschirmplatte 5 vorgesehen. Das 
Chassis 1, 2 weist eine groBe Offnung 18 an der Stelle der Offnungen 14, 1.5 auf. 
Es ware jedoch genauso moglich, daB das Chassis eine Mehrzahl von kleinen 
Offnungen anstelle der einen groBen Offnung 18 hat. Die Offnungen 19. 20 und 
21 sind zum Einfuhren des Netzsteckers vorgesehen, wie im Detail in Figur. 2 
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gezeigt ist. 
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3 weiter erlautert. 


Eine wetere Komponente, die in das Teil 1 eingesetzt ist, ,st e.ne SPe>*e'platte 
28 welche die Form eines rechteckformigen Blockes hat. Dieser Block hegt ,n 
einer entsprechenden Aussparung des Kunststoffs, die von dem Block 28 ver- 
deckt wird, jedoch unter Bezug auf Figur 3 beschrieben und dargestellt vvird Jn 
Figur 2 ist nur der Schulterabschnitt 29 des Kunststoffteils 1 sichtbar auf dem der 
Block 28 aufsitzt. sowie der Bereich 30 des Kunststoffteils 1. das den Block 28 
seitlich umfaBt. Der Schulterabschnitt 29 und die verbleibenden Abschntte des 
Kunststoffteils 1. auf denen der Block 28 angeordnet ist. haben erne derart,ge 
Hohe dafl der vordere Abschnitt des Blocks 28 oberhalb der Lerterplatte 26 
angeordnet ist Dies bedeutet, daB die Stiitzflachen fur die Leiterplatte 26 und fur 
den Block 28 ubereinander angeordnet sind. Auf. diese Weise kann e,ne 
platzsparende Anordnung der Komponenten in dem Gerat erreicht werden. Es 
versteht sich. daB bei der Montage des Gerates die Leiterplatte 26 zuerst 
eingefuhrt wird und danach der Block 28. 

Eine weitere Komponente in dem Gerat ist ein Ventilator *.<*'^."«<» 
AuBenseite durch Luftungsschlitze (siehe Figur 1) ansaugt. und der e, nen^om 
von Kuhlluft durch das Innere des Gerates und danach zur AuBense,te durch die 
Offnung 11 erzeugt. Der Ventilator 31 ist in einer formschiuss.gen We,se in 
entsprechenden Aussparungen im unteren Teil 1 und im oberen Teil 2 angeord- 
net. Die Aussparung in dem oberen Teil ist mit dem Bezugsze,chen 32 versehen. 
Weiterhin ist in dem vorderen Teil des Chassis ein Lautsprecher 33 angeordnet 
der in entsprechende Aussparungen paBt, beispielsweise in die Aussparung 34 
in dem oberen Teil 2 des Chassis. Ein Netztei, 35 (schrafflert dargestellt) m,t 
verschiedenen elektronischen Bauelementen, beispielsweise Konder «^*« » 
ist ebenfalls in das Chassis eingesetzt. Eine Buchse mit Netzfilter 37 w,rd ,n e,ne 
passenden Aussparung in dem Chassis an Ort und Stelle gehalten, wobe, an Te l 
hiervon die Aussparung 38 in dem oberen Teil 2 is,. SchlieBlich ,s. eine Stecke - 
anordnung 39 an der ruckwartgen Flache des Chassis zur- elektnscher . Ver- 
bindung mit anderen Geraten angeordnet. Als eine Alternative zu «ner separaten 
SteckeLordnung-konnen die Stecker bleibend ander Leiterplatte 26 befest,g, 
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sein, so daB zur Montage des Gerates nur eine einzelne Komponente d h die 
Leiterplatte 26 mit den angebrachten Steckverbindern 39 in das Chassis 
eingesetzt werden muB. 

In der gegenwartigen Ausfuhrungsform erfolgen die elektrischen Verbindungen 
rvwschen den einzelnen Komponenten in dem Chassis, beispielsweise zwischen 
dem Netzteil 36 und der Buchse mit Netzfilter 37 Oder zwischen der Speicher- 
platte 28 und der Leiterplatte 26 mittels Drahten Oder Kabeln. Die Kabel sind 
bereits an den Komponenten vormontiert und mit einer Buchse oder einem 
Stecker versehen, der in die Komponente einfuhrbar ist, mit dem die elektrische 
Verbmdung hergestellt werden muB. Aus Grunden der Obersichtlichkeit sind die 
Kabe h,er nicht dargestellt. Als eine Alternative zur Verbindung mit elektrischen 
Kabeln ware es auch moglich, optische Fasern zur Ubenragung von Signalen 
zw»schen den Komponenten zu verwenden. Eine weitere Moglichkeit zur Ver- 
bmdung der Komponenten ware die Verwendung von standardisierten Steckver- 
bindern, die den Komponenten zugeordnet sind, b ? w. eines Datenbussystems. 

Zur Montage des Gerates gemaB Figur 1 werden die folgenden Schritte durch- 
gefuhrt: Zunachst werden die Komponenten wie die Leiterplatte 26, das Netzteil 
35 und die Steckeranordnung 39 zusammengebaut, wobei die Steckeranordnung 
39 bleibend an der Leiterplatte 26 befestigt sein kann. Dann werden diese 
Komponenten in die entsprechenden Aussparungen in dem unteren Teil 1 des 
Chassis eingesetzt. Es ist wichtig, daB die Komponenten in dem Chassis in einer 
formschlussigen Weise in einer Position fixiert werden, ohne daB irgendwelche 
Befestigungselemente oder andere Verbindungstechniken wie Schweiflen oder 
Loten nbtig sind. Somit ist die Montage des Gerates erheblich vereinfacht 
Insbesondere sind keine Werkzeuge fur den gerade erwahnten Montageschritt 
notig, und die Montagezeit wird erheblich verringert. Wenn einmal die Kom- 
ponenten emgesetzt worden sind, entweder manuell oder mittels eines Roboters 
wird das obere Teil 2 des Chassis auf das untere Teil 1 aufgesetzt; dann wird das 
Chassis 1, 2 in die Metalleinfassung 3 eingesetzt und schlieBlich werden die 
Abschirm- und Abdeckplatten 4, 5, 7, 8 mittels einer Schnappverbindung befestigt. 
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Figur 3 zeigt das untere Teil 1 des Chassis gemaS Figur 2, wobei alle Kom- 
ponenten, die in Figur 2 dargestellt sind, entfernt sind. Somit zeigt Figur 3 das 
Chassis vor der Montage. Das Teil 1 wird iireinem Teil aus Kunststoff hergestellt, 
beispielsweise durch ein FormpreBverfahren. Figur 3 zeigt, wie die Komponenten 
des Gerates in dem Kunststoffteil V gehalten werden. Zunachst wird erlautert, wie 
die Leiterplatte 26 yon dem Chassis gehalten wird: Die Kanten der Leiterplatte 26 
liegen auf den Oberflachen 41a, 41b, 41c, 41 d, 41 e und 41 f auf. Alle diese 
Oberflachen sind in einer gemeinsamen Ebene angeordnet, die von der 
Bodenoberflache des Teiles 1 etwas angehoben ist. Der Grund fur diese Anhe- 
bung ist, etwas Freiraum fur Teile auf der Leiterplatte 26 zu schaffen, die nach 
unten vorstehen. Die Leiterplatte 26 wird durch vertikale Wande in dem Kunststoff, 
die senkrecht zur der Ebene stehen, die durch die Oberflachen 41a-f definiert ist, 
seitlich gehalten. Diese vertikalen Wande sind mit dem Bezugszeichen 42a. 42b, 
42c, 42d bezeichnet. Die Wande 42a und 42d weisen weiterhin Vorsprunge 60a, 
60b, 60c auf, die mit entsprechenden Aussparungen in der Leiterplatte 26 
zusammenpassen und somit zur Lagefixierung der Leiterplatte 26 in dem Chassis 
beitragen. 

Die Speicherplatte 28 liegt auf dem horizontalen Schulterabschnitt 29. und zwar 
hohenversetzt gegenuber der Ebene, die durch die Oberflachen 41a-e definiert 
ist. Die Speicherplatte 28 wird durch die Wande 43a, 43b, 43c seitlich gehalten. 
Der Ventilator 31 ist in die Aussparung 44, die an dessen auBere Formgebung 
angepaBt ist, eingesetzt. Auf ahnliche Weise wird der Lautsprecher 33 form- 
schlussig in der Aussparung 45 gehalten. Das Netzteil 35 liegt auf den Stutz- 
" flachen 46a-g und wird durch vertikale Wande wie 47a und 47b seitlich umfaBt. 
Die Buchse mit Netzfilter 37 paBt in die Aussparung 48. 

In Figur 3 ist auch die Luftstromung im Inneren des Gerates, welche durch den 
Ventilator 31 erzeugt wird. dargestellt. Ein Teil 51 der Luftstromung flieBt uber 
die Leiterplatte 26 durch einen Luftkanal, der durch die Chassiselemente 30, 40 
und 55, 56 gebildet wird. Ein anderer Teil 50 der Luftstromung flieBt durch einen 
Luftkanal, der durch die Chassiselemente 30, 55 und 55, 56 gebildet wird. Von 
hier aus flieBen beide Strdme durch den Bereich, in ~dem das ..Netzteil .35 
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angeordnet ist, uber die Offnung 1 1 zur Aufienseite. Es versteht sich, da8 das 
untere Teil 1 oder das obere Teil 2 des Chassis zusatzliche Elemente aufweisen 
konnen, die Luftkanale bilden, um Kuhlluft zu elektronischen Bauelementen zu 
leiten, die gekuhlt werden mussen. 

Als eine Alternative zur Kuhlung mit einem Luftstrom wie in der gezeigten 
Ausfuhrungsform ware es auch moglich, das Chassis komplett geschlossen ohne 
Luftaustausch mit der Umgebung auszulegen und ein Rohrensystem in dem 
Chassis vorzusehen, in dem ein Kuhlmittel zirkuliert. Das Rohrensystem ware dann 
mit einem kleinen Warmetauscher zur Ableitung von Warme aus dem Kuhlmittel 
an die Umgebung verbunden. Das Rohrensystem kann in dem Chassismaterial 
vorgesehen sein, d. h , das Chassis kann mit integrierten Kanalen geformt 
werden, die das Rohrensystem bilden. 

Wie oben erwahnt, sind das untere Teil 1 und das obere Teil 2 des Chassis 
vollstandig aus Kunststoff gefertigt. Das Chassis wird bevorzugt als Formteil gefer- 
tigt, unter Verwendung einer Form, welche die Negativ-Matrix der Strukturen in 
dem unteren und dem oberen Teil des Chassis ist, beispielsweise der Strukturen 
gemaS Figur 3. Ein anderes Verfahren zur Herstellung der Strukturen gemaS 
denen in" Figur 3 ware das Frasen der gewunschten Strukturen aus einem 
Vollkorper aus Kunststoff. Der FormpreBprozeB ist naturlich beziiglich Geschwin- 
digkeit und Wirtschaftlichkeit vorteilhafter. 

Der Kunststoff fur das Chassis kann beispielsweise expandiertes Polypropylen 
(EPP) sein. Dieses Material ist an sich bekannt und wird beispielsweise als 
Verpackungsmaterial verwendet. Zur Herstellung eines EPP-Chassis gemaB der 
vorliegenden Erfindung werden die folgenden Schritte durchgefuhrt: 
Zunachst wird das Polypropylen-Granulat in einem bekannten Verfahren aufge- 
schaumt, um Polypropylen-Kugelchen zu bilden. Das Granulat beinhaitet Kohlen- 
stoff, was sicherstellt, daB der fertige Kunststoff eine elektrische Leitfahigkeit hat, 
die ausreichend ist, elektrostatische Aufladungen des Chassis zu vermeiden. Die 
Tropfen werden mit einem Druck von ungefahr 4 bar in die Form gespritzt, wobei 
die Form den gewunschten Strukturen des Chassis entspricht. Dieser Schritt fuhrt 
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zu einerVolumenverringerung. Im nachfolgenden Schrittwird Unterdruck angelegt, 
so daB das Volumen wieder anwachst und die Tropfen die Formgebung der Form 
annehmen. Dann wird heiBer Wasserdampf mit ungefahr 180 *C eingeblasen, was 
ein Zusammenwachsen der Tropfen an ihren Oberflachen bewirkt 
(Kreuzvernetzung). Danach wird die Form geoffnet und das Schaumteil 
entnommen. SchlieBlich wird das geschaumte Teil getempert. 

Expandiertes Polypropylen hat mehrere vorteilhafte Eigenschaften, die es als 
Kunststoff fur das erfindungsgemaBe Chassis geeignet machen. Beispielsweise hat 
es eine hohe Formstabilitat und ist dennoch nachgiebig und somit energie- 
absorbierend. Dies stellt eine stoBgeschutzte Montage der Komponenten in dem 
Chassis sicher. Die Deformierbarkeit oder Nachgiebigkeit des Kunststoffs kann 
durch die Dichte des Materials beeinfluBt werden. Bei einem praktischen Aus- 
fuhrungsbeispiel des Chassis liegt die Dichte des Polypropylens in einem Bereich 
von ungefahr 60 bis 80 Gramm/Liter, was zu,einer guten Formstabilitat und 
gleichzeitig zu guten stoBabsorbierenden Eigenschaften fuhrt. Der Dichtebereich 
von 25-80 Gramm/Liter kann fur bestimmte Anwendungsfalle auch verwendet 
werden. Durch Andern der Dichte konnen die Harte und die stoBabsorbierenden 
Eigenschaften an den speziellen Anwendungsfall angepaBt werden: Je kleiner die 
Dichte ist, umso weicher ist das Material, was zu verbesserten stoBabsorbierenden 
Eigenschaften fuhrt. Ein anderer Vorteil von Polypropylen ist seine 
Temperaturstabilitat, die wichtig ist, wenn die von dem Chassis getragenen 
Komponenten viel Warme entwickeln. Man hat jedoch herausgefunden, daB 
wahrend eines ununterbrochenen Betriebs die Temperatur der Komponenten, in 
dem Chassis gemaB der Erfindung sogar etwas geringer ist als in einem her- 
kommlichen Gerat mit gleichen Komponenten. Der Grund hierfur ist, daB aufgrund 
der Luftkanale, die in dem Chassis geformt werden konnen, ein besser gerichteter 
Strom von Kuhlluft erzeugt werden kann. Ein anderer Vorteil von Polypropylen ist, 
daB es vollstandig wiederverwertbar ist. 

Es versteht sich, daB expandiertes Polypropylen nicht der einzige mogliche 
Kunststoff ist, der die vorteilhaften Eigenschaften hat, die es zur Verwendung 
eines erfindungsgemaBen Chassis geeignet machen. Andere. Kunststoffe. mit 
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Formbestandigkeit und einer gewissen Nachgiebigkeit konnen ebenfalls als 
Chassismaterial verwendet werden. Andere Materialien sind Polyurethan Oder 
Polyethylen, obgleich sie nicht in jeder Hinsicht so befriedigend sind wie Polypro-' 
pylen. Es werden insbesondere formbare Kunststoffe bevorzugt, mit denen das 
Chassis aus einem (oder zwei) Teil(en) hergestellt werden kann. 

Die Bezeichnung "Kunststoff", die hier verwendet wird, bezieht sich auf ein leichtes 
Material mit stoBabsorbierender Qualitat und Formstabilitat und ist bevorzugt ein 
synthetisches, formbares Material. Es versteht sich jedoch, daB das Konzept der 
Erfindung auch mit Materialien biologischen Ursprungs realisierbar ist. 

Wenn ein brennbarer Kunststoff fur das Chassis verwendet wird und wenn die 
Komponenten in dem Chassis eine gefahrliche Warmemenge erzeugen konnen, 
wenn eine Fehlfunktion des Gerates auftritt, beispielsweise wenn der Ventilator 
ausfallt, kann ein Feuerschutz in Form einer Kohlendioxidkartusche innerhalb des 
Gerates vorgesehen sein. Eine derartige Kohlendioxidkartusche ist mit einem 
Warmesensor gekoppelt, der die Temperatur uberwacht und bewirkt, daB das 
Kohlendioxid abgegeben wird, wenn eine bestimmte Temperatur uberschritten 
wird, so daB jegliches Feuer oder ein Schwelbrand geldscht werden wurde. 

Die oben unter Bezug auf die Figuren 1-3 beschriebene Ausfuhrungsform ist nur 
eines von vielen moglichen Beispielen, wie sich die Erfindung realisieren laBt. Sie 
stellt eine spezielle Anordnung von elektro-mechanischen Komponenten dar. In 
einem Gerat, bei dem andere Komponenten verwendet werden, insbesondere, 
wenn diese unterschiedliche Formgebungen haben (z. B. groBere oder kleinere 
Leiterplatten), wird das Chassis so ausgelegt, daB diese Komponenten in einer 
formschlussigen Weise in das Chassis passen. Die in Figur 2 dargestellten Kom- 
ponenten sind diejenigen, die typischerweise in einem Arbeitsplatzrechner ver- 
wendet werden; es versteht sich, daB die Erfindung mit jeder Art von Kom- 
ponenten realisiert werden kann, die nicht notwendigerweise elektrischer oder 
elektromechanischer Natur sein mussen. Beispielsweise konnen auch optische 
Komponenten oder nur mechanische Komponenten in dem Chassis vorgesehen 
sein. Somit ware es moglich, Metallplatten an einer oder an unterschiedlichen 
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Stellen in dem Chassis vorzusehen, urn Komponenten abzuschirmen, die storen- 
de elektromagnetische Welten abstrahlen. Eine derartige Platte wiirde in einer ent- 
sprechenden Aussparung des Kunststoffchassis angeordnet werden. 

Die Erfindung kann nicht nur bei Computern Oder anderen datenverarbeitenden 
Geraten verwendet werden, sondern bei vielen unterschiedlichen Arten von 
Geraten. Beispielsweise kann sie bei elektronischen Geraten Oder Instrumenten 
verwendet werden, wie z.B. Signalgebern und Test- unci MeBgeraten, wie Oszillo- 
graphen, Spektralanalysatoren, Multimetern und bei Geraten der Medizinelektronik. 
Weiterhin kann die Erfindung bei Geraten fur die Unterhaltungselektronik (Audio, 
video) und bei Anwendungen in Haushaltsgeraten verwendet werden. Ein weiteres 
Anwendungsgebiet der Erfindung sind Lichtwellen-Testgerate, wie z.B. optische 
Reflektometer und optische Signalquellen. Bei optischen Instrumenten hat die 
Erfindung den zusatzlichen Vorteil, daB jegliche storende Effekte der Hinter- 
grundstrahlung vermieden werden konnen, da Komponenten, die gegenuber einer 
derartigen Strahlung empfindlich sind, durch eine geeignete Auslegung des 
Chassis eingeschlossen werden konnen, so daB keine Hintergrundstrahlung auf 
sie einfallen kann. Eine derartige unerwunschte Hintergrundstrahlung kann bei 
bekannten Geraten beispielsweise von Lichtreflektionen von Wanden anderer 
Komponenten in dem Gerat stammen. Die Unterdruckung von Hintergrund- 
strahlung wird noch weiter verbessert, wenn das Chassis mit dunklem (licht- 
absorbierenden) Material wie Kohlenstoff ausgestattet ist, der in einer Aus- 
fuhrungsform der Erfindung sowieso verwendet wird, urn elektrostatische 
Aufladungen des Chassis zu verhindern. 

Ein anderes Einsatzgebiet ist das von Geraten fur die analytische Chemie. Bei- 
spielsweise konnte ein Chassis gemaB der Erfindung in einem Flussigkeits- 
Chromatographeh verwendet werden, um dessen Komponenten wie Pumpen, 
Spritzen, Ventile, Steuer- und Datenverarbeitungseinheiten und den Detektor zu 
tragen. Die Kanale fur die Flussigkeiten konnen in dem Chassismaterial bei dem 
FormpreBvorgang ausgebildet werden, so daB keine Leitungen wie in 
herkommlichen Chromatographen notig sind. Die Verwendung von Polypropylen 
als Chassismaterial ist besonders vorteilhaft, da es chemisch inert gegenuber. den 
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Losungsmitteln ist, die typischerweise in einem Flussigkeitschromatographen 
verwendet werden. . 

Fur alle oben erwahnten Gerate stetlt die Erfindung ein leichtes, stoBabsorbie- 
rendes Chassis bereit, das einfach herzustellen ist urid eine einfache Montage der 
Einzelteile gewahrleistet. Genauso einfach wie die Montage ist die Demontage 
eines derartigen Gerates, was beim Reparieren des Gerates notig sein kann. Eine 
derartige Demontage wird einfach durch Herausnehmen der Komponenten aus 
dem Chassis bewerkstelligt. AuBer zum Offnen eines Verschlusses des Chassis, 
beispielsweise eines Metallverschlusses, sind keine Werkzeuge notig. 
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6.Juli 1993 


SCHUTZANSPRUCHE 


Chassis eines Gerates, beispielsweise eines Computers Oder 
elektronischen MeBgerates, welches mehrere das Gerat bildende 
Komponenten, zum Beispiel Leiterplatten (26, 35), Speicherplatten (28), 
Ventilatoren (31), usw. halt, 

g e k e n n z e i c h n e t durch eine Tragereinheit (1, 2) aus Kunst- 
stoff, die Aussparungen (41, 42, 60; 46, 47; 29„43; 32, 44) aufweist; die 
jeweils an die auSeren Formgebungen der Komponenten angepaBt sind, 
wobei die Komponenten in der Tragereinheit (1, 2) in einer im wesentli- 
chen formschlussigen Weise gehalten sind, ohne dal3 Befestigungs- 
elemente benotigt werden und von der Tragereinheit (1, 2) umschlosseh 
werden, wenn sie hierin eingesetzt sind. 

Chassis nach Anspruch 1. wobei der Kunststoff mit elektrisch leitfahigem 
Material ausgestattet ist, das ausreichend leitfahig ist, urn eine elektro- 
statische Aufladung zu verhindern. 

Chassis nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Tragereinheit aufweist: 

a) Ein unteres Teil (1). in das die Komponenten (26. 35, 28, 31) 
eingesetzt werden konnen, wenn das Chassis zusammengebaut 
wird, und 

b) ein oberes Teil (2) fur die paBgenaue Abdeckung des unteren Teils 
(1) mit den eingesetzten Komponenten. 

Chassis nach Anspruch 3, wobei das untere . Teil und das obere Teil 
miteinander entlang einer Kante beweglich verbunden sind, so da3 das 
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obere Teil fur einen Zugriff auf die in dem unteren Teil eingesetzten * 
Komponenten hochgeschwenkt werden kann. 

5. Chassis nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Trager- 
einheit Luftungskanale (30. 40; 55, 56) aufweist, die ,in dem Kunststoff 
ausgeformt sind. 

6. Chassis nach Anspruch 5, wobei ein Ventilator (31) in einem Luftungs- 
kanal so angeordnet ist, dafi der von dem Ventilator erzeugte Luftstrom 
uber Komponenten fuhrt, die zu kiihlen sind. 

7. Chassis nach einem der Anspruche 1 bis 4 mit einem Rohrensystem zur 
Zirkulation eines Kuhlmittels und einem Warmetauscher, der mit dem 
Rohrensystem verbunden ist. 

8. Chassis nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei Ausspa- 
rungen in unterschiedlichen Ebenen (41 ; 29) ausgebildet sind, wobei eine 
Ebene oberhalb der anderen angeordnet ist, so daB Komponenten (26, 
28) ubereinander angeordnet werden konnen. 

9. Chassis nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Trager- 
einheit (1, 2) durch Formpressen hergestellt wird. 

10. Chassis nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei der Kunst- 
stoff eine Dichte von annahernd 60-80 g/l hat. 

1 1 . Chassis nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei der Kunst- 
stoff expandiertes Polypropylen ist. 





